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Bükün, Sündürün,

Katlay›n, Giyin:

Yeni Elektronik Devre

Hizmetinizde

ABD’nin Illinois ve Northwestern

Üniversiteleri ile, Singapur’daki Yüksek

Performansl› Bilgiifllem Enstitüsü’nden

araflt›rmac›lar, küre, çubuk, vücut

bölümleri, uçak kanatlar› gibi karmafl›k

yüzeyler üzerine sar›labilen ve katlama,

sündürme, büzme ve öteki türden

büyük mekanik deformasyonlar

alt›nda bile elektriksel performans›

de¤iflmeyen, esnek silikon temelli

entegre devreler gelifltirdiler. 

Esnek devrelerin “ak›ll›”

ameliyat eldivenleri, vücuda

tak›labilen sa¤l›k izleme

sistemleri, uçak gövde

ve kanatlardaki stres

izleme düzenekleri

gibi çok say› ve

çeflitlilikte

kullan›m

alan›na kap›

açt›¤›

araflt›rmac›larca

vurgulan›yor. 

Esnek devreler, Illinois

Üniversitesi Malzeme Bilimi ve

Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. John

Rogers ve ekibi taraf›ndan gelifltirilen

tek kristalli silikondan yap›l›, dalga

geometrili nanoiplikler, ve ard›ndan

gelifltirilen iki boyutlu esnek yüzeyler

üzerine oturuyor. 

Esnek devreleri oluflturmak için

araflt›rmac›lar önce sert bir yüzey

üzerine geçici bir polimer

tabaka yerlefltirerek ifle

bafll›yorlar. Bu

tabakan›n

üzerine

de,

entegre devrenin oturtulaca¤› çok ince

bir plastik katmanla kapl›yorlar. Daha

sonra da bask› ya da püskürtme

teknikleriyle devre elemanlar›n› ve

yar›iletken görevi  yapacak nanoiplik

dizgelerini yerlefltiriyorlar. Devre

elemanlar›yla, üzerine oturduklar›

plastik katman›n toplam kal›nl›¤›, insan

saç›n›n kal›nl›¤›n›n 50’de biri kadar.

Ard›ndan, plastik tabakan›n alt›ndaki

polimer tabaka y›kan›p uzaklaflt›r›l›yor

ve plastik katman, üzerindeki

elektronik devrelerle birlikte, gerilmifl

bir silikon kauçuk tabakaya

yap›flt›r›l›yor. Gerilmifl olan kauçuk

serbest b›rak›l›p orijinal flekline

döndü¤ünde devre katman›na s›k›flt›r›c›

stresler uyguluyor. Bu stresler de

devreye çeflitli yönlere gerilebilme,

bükülebilme, katlanabilme olana¤›

sa¤layan karmafl›k bir büzüflme

örüntüsü veriyor. 

Araflt›rmac›lar bu

malzemeyle

transistör,

osilatör,

mant›k

kap›lar› ve

yükselticiler

içeren entegre

devreler yapm›fllar ve

bunlar›n ekstrem

düzeylerde bükülme,

katlanma ve gerilmelere

karfl›n özelliklerini hiç

yitirmeden ifllev yapt›klar›n›

göstermifller. 
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fieffaf plasti¤in
içine gömülmüfl,

afl›r› biçimde
bükülmüfl devre.

ince bir çubu¤un
üzerine sar›l›

entegre devre.
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